Raport privind activitatea de cercetare pe ultimii 5 ani
Centrul de Electronict Tehnol ogi cCEKI) Tehni ci

Director UPB-CETTI: Prof. Dr. Ing. Paul SVASTA

Domenii CDI dezvoltate, raportat la prioritatile nationale si internationale;

Centrul de Electronict Tehnol ogi ¢c@ETKTiIl ) Tehsniecio dae
profesionalt creatt " n scopul promov&biridi cercett
tehnici.i K i tehnol ogicetiarset rduich ucadoul dmoduwltelraron
stimul b£ridi Ki susSinerii efortului de inovare Ki
UPB-CETTI &este un pol KtiinSific de formare a eadr
retehnol ogi zar e, precum Ki a susSinerii cercett

packagingului electronic.

UPB-CETTI este un centru de pregttire continut, ma
umant perfor mantt deazvel assrga de programe Ktiin$Si/i
specialiktidi participt sau sunt instrui Si pentru
modul el or el ectr oni c ede ceraacciderdlateZnacenty contribuieisw ibts £ $ainISeé a
susSinerea desfiEtkurbtridi “"n bune condi Sii a proces
Cn vederea atingerii OoGEBTh i desbbkmaniSi acaitei UPSBI
instruire K i consekiSere “"n urmkitoarele di
A Model area Ki simularea electromagnetict per
compl exe din cadrul sistemelor Ki microsiste
A Analiza discontinuittSilor din cadrul stru
constructive;
A Evaluarea structurilor cu impedanSt control a
A Analiza integrittSii semnal el or din cadrul s
de osciloscopie virtualt pentru sisteme Ki m
A Manage ment ul termic Ki de fiabilitate a siste
nivel de modul PWB/PCB, ¢ ©t Ki la nivel de component t;
A Proiectarea asistatt de calcul ator a modul e

fikiere pentr u otgrraannsef edreu | p rsopireectpar e mecani ct
fabricaSie;

A Realizarea de prototipuri, inclusiv prin int
componentel or electronice (SMT), activitbesSi
microsisteme echipate cu componente de tip SOIC, QFP, LCC, TSOP etc;

A Contactarea componentelor electronice la structurile de interconectare, subiect devenit
extrem de actual ca urmare a directivei europene RoOHS privind contactarea componentelor
fara al i ajuw decplumbc (bead; free soldering). Noile aliaje utilizate, cu
preponderenSt ali aje d,eCuptu) impurSiA Cadrl Brocasnlui de Ar
cont act aterea,tempemturie procesului de retopire (reflow) cu cca 30-40 de grade

Celsius.
A Dezvoltare a de aliaje noi destinate noilor cerins$s
A Asimilareade tehnol ogi i si in evaporif(Mapoe Phas® Soldexing), tehnologii
ce |limiteazt solicitarea componentelor pe du
A Structuri elect ronice pe bazt de pol i mer. Cu propi
tematicii Polytronics (Polymer Electronics). I n cadrul ac e setsotrea aoc oartd
domeniului OLAE (Or gani ¢ Large Area Electronics). Cu
fexi ble electronics concentratt pe structur.i
Film Transistor) -t e ma taiproieéctului FP7 ncepu't in ianuarie 2010

consor Siu p a,raceista fiipdtrespGrisabil direct pentru Task Force System
Integration.



A lntegrarea cercettbtrili K i proiecttridi inter
electronice in cadrul mediului CAE-CAD-CAM din domeniul electronicii, dezvoltat la

Universitatea APolitehnicao din Bucurexkti;
A Tehnicide proiectarek i t ehnol ogi i de r e-ghipiMCBly e a modul e
A Generarea de circuite imprimate destinate aj
compatibilitate electromagneti ct, de densit
modulului electronic;
A Sprijinirea | MM inovative din zonele/ sectoa
sunt interesate de introducerea “n circuitul
“n produse electronice noi sau “"mbunktttSite,;
A Facilitarda diezivilertirii i k de noi “"ntreprinder
avansatt.
A Asigurarea calitktSii “n domeniul realizbtrid.i
A Realizarea documentaSiei tehnice necesart f a
centru, pentrufazele Apr ot ot i po, fiserie zeroodo ki Aserieo
A Stimularea Ki susSinerea efortul ui de inova
societate.
MenSi une
Rezultatele eforturilor depuse de CETTI de | a ~ ni
format i v, educativ prin g ener aprivirdacoreeperea sttudgtwilortde Si |
interconectare, lanivelul_ nt r eqgul ui me di u amplxat & formareanres@seioumank

din profilul electronic precum kK prinal ctt ui r ea d euniVesitate @EPEARUN e Elextiorid
Packaging Education Traini ng and Research University Network,

unei platforme de diseminare specifice domeniul
(Simpozion HepténhaBSmanhakt ki Tehnologie privind r
Cn privinSa activitbSilor didactice(educaSie K i
I nterconect ar eTlEi(www.fielrod e¥ernd miemtt la scart naSional!
intern@Simbamaalof i cialt a eveni ment)ul Tl E TH &€p reeszientlt r
pril ej de certificare a competenSelor dob®©ndite
intreg u | medi u academic naSional unde .sePrprne getteaepea
eveni mentul ui, etapt ceo alrec d Dice "di ffeirectar ediann Sar
competenSel e, aptitudinile, ntder comrecd mearee apestaalrcd
participanSi. Criteriile de verificare sunt stab
Advisor Committee), comitet din care fac parteexclusi v reprezent angsSi din ind

Sar t ( enssiCentinental Automotive, National Instruments, Sytron Technologies Overseas,
Elinktron Technology s.a.). | ncep©nd cu Jeadieninentdui, X&/¢é $tta a deptLki
t b Il a el particip©nd Ki st udmindi dden tdBaadéstgeevse r s
|l a actual a edd),®idd STlkE cea sXI| X a-Napoes ihtle ©4+117 aprille 2010C | u |
participt un numbrStdaecldranuwerverst8LSilor part.
poate ficonstatatt ur mbr i nd p o st efigul). Cikeele plasatensulm numdlewin or | oc al
reprezintt anul unde se va desfbitkura eveniment ul
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De altfel, ca O recunoaktere | a nivel i-OEBTIna'Sn oaal i ai
specifice domeniului structurilor de interconectare (PCB)acest a a fost invitat Ki
cttre una din cele mai i mpprognbemec CADPampientcea ¢tk
CADENCE, drept LeadingInsti tution "~ n cadrul reSel ei Cadenc@d e mi

Academic Netwophkzi $nheadeatehdingdiimstcatetfaonspatt
prestigioase din Europa precum ar fi : University of Heidelberg Germany, University of Bristol, Great

Britain, University of Freiburg Germany, KTH Royal Institute of Technology Sweden, s.a.

Uni versitatea Politehnica din Bucur ektudomeRio RGBN i a
co-design Methodology (fig.2).
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The academic network was launched in 2007 by Cadence Europe. The aim was to promote the proliferation of
leading-edge technologies and methodologies at universities renowned for their engineering and design
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UPBIiCETTI desftkoart activitb$Si d eul noodutelpreclectroniee, sSent e r
asociazt ki col aboreazt cu agengSi economi cCi prec.
proiectarea Ki realizarea modul el or electronice.

Activitatea centrul ui e st ei packagingudunetectranictce se dntrgprinde p r o
K i cum se pentrreprande ansf or ma -on podub énnatest edntext ser i ¢ t
urmbresc at®©t aspecte ce Sin de cercetarea, dezvo
de cercettbtri enamrtnaterdalke specdide Ydomeniului. Parteneriatul privind modulele
ectronice este desfitkurat cu Institutul d4#HP,cer c
care existt o lungt perioadt de colabbvamnetimn
emi nar e, cel e doourtg amad lzead toiawv ee fai iuvnndorcomani f est
unoscute-1(nIteSH&@AT1 onal Spring Seminar on TEIl ec
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Cn privinSa cercet tr i lesteprothevat ovastastcu caléctve de aarcetarencenr i a t
uni versitatea noastrt, i mpreunt particip®©nd I a p
proiectul HISOLD (Advance Solder Materials for High Temperature Applications), din cadrul
programului European COST. In acest context CETTI a organizat la Sibiu un workshop dedicate
analizapropi eddrgtidotrtri |l or componentel or (Sol der Joi

participat un mare numbtr de spedHga). Paritidipa8s&rit
Sibiu erau at©t din zona de cercetare academict c
cel or daworkshap,ioat e reliefa interesul ,pndatoar lapmalize ar e
Cc 0 nt rd componentelor electronice,l-a st ©r nit " n cadrul consor Siul ui
Este util de mentionatfaptu | ¢ £ CE T Tpérioaaa uftimilerts anii arganizatorul T co-organizatorul
unuima r e nde mdrkshopuri, nationale K i internaSional e.
Nr . . Locul de
Denumire manifestare Data
crt desft Kur a
Workshop-u | : il ntroducerea teh
1. el iminarea substanSel or i n|13aprilie 2006 Bucuresti
romOneascto
Workshop-ul:" EducaSia " n domeni \ .
2. contextulpi ntegrt r$i i europene” 12 aprilie 2007 Suceava
3 Workshop—L_J I_ : ATrasahb i,I itatea -’ 10 Aprilie 2008 Pitesti
SoluSii actual e n conceps$S
Workshop-ul : ARESEA kTI I NSIFI C
4, TEHNOLOGI Ct ECOL®GI CII PENT| 25-27.07.2008 Sinaia
PACKAGI NGUL ELECTRONI Co
5, |(WorkshdpafiBing Microsysten o rapyarie 2009 Predeal

(MSYSTECH)




6. Workshop "Fii Intreprinzator” 26-28 Februarie 2009 Pitext
Wor kshop i EL Eamartg Aducation and

7. Continuing Training to Electronics Assembling 26-28 Martie 2009 I'1ieni,
Technol ogyo
Wor ksho APRESENT CHALLENG o .

8 |ELECTRONICS | NDUSTRYS 09 Aprilie 2009 Galasi
Advance Solder Materials for High Temperature

9. Applications: Solder Joint Properties Assessment, 27-28 Septembrie 2009 Sibiu
Proiect COST MP 0602

10. Seminar stiintific si tehnic OrCAD/Allegro 25 noiembrie 2009 Bucuresti

Srreen o e Tt s

L5

Action MP0602 HISOLD
www.costesf.org Advanced Solder Materials for High Temperature Application

HISOLD-RO 2009

Advanced Solder Materials for High Temperature
Applications: Solder Joints Properties Assessment
27-28 September 2009, Sibiu, Romania

www.cetti.ro/hisold-ro
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COt privesc parteneriatele “n cadrul unor proiec

institutele: ITAT Il nst i tut ul de Tehnol ogi i Avansat e, l nstitoa
SA, ANTRICE srl, ROND ELECTRIC SA, INTRAROM SA, Simea Sibiu, Continental Automotive,

Centrul de Microscopie-Mi cr oanal i zt Ki Procesarea I nforma$Siei
Tc. , Catedra de Fizict, “n reci pr oocde URBtCETTIcpentrus e r v
colaborare, pune | a dispozi Sia centrul ui nostru e
for Se atomice Ki |l aseri de putere “n impulsuri

Dotari semnificative, cu imagini si caracterstici tehnice, regimul de access, modul in care
contribuie la dezvoltare de lucrari CDI aplicative sau fundamentale;

U Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani

1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr. crt Denumire echipament An Sursa
achizitie finantare
1 Etuva cu temperatura controlata CALORIS 250 1999 CNCSIS
2 Linie manuala de montaj Pick Place tip SMFL - 3000 1999 CNCSIS
3 Statie reconditionat si reparat tip SMT Repair-Rework 1999 CNCSIS
4 Balanta tehnica 2000 CNCSIS
5 Sistem de achizitii date termice THERMES16 2001 CNCSIS
6 Cuptor tip Batch SMRO 1 0170 2001 CNFIS
7 Cuptor retopire SMRO-0252, este destinat in special 2001 CNCSIS
i pirii componentel or SMD
de cercetare avand posibilitatea controlului profilului de
temperatur t.
Echipament inspectie optica 2001 CNCSIS
9 Compresor FIAC APOLLO 10011 2CP 2001 CNCSIS
10 Masina flexibila si precisa pentru plantarea 2002 CNFIS
componentelor el. tip SAMSUNG CP20CV
11 Masina de depunere paste/fluide ASYMTEK cu pompa 2002 MEC
DV 6000
12 Echipament imprimare pe baza de sablon 2002 CNCSIS
13 Echipament pentru realizarea gaurilor de trecere 2002 CNCSIS
14 Plotter pentru circuite imprimate PROTOMAT M60 2002 CNCSIS
15 Echipament de lipit cu IR PDRX 410 2004 INFRATECH
16 Camera cli mafTioOPa ApRHENeGH 2004 INFRATECH
temperaturt k241(80) di t at e S
17 Masina flexibilai CP20CV (completare inventar) 2004 MEC
18 Camera cli mafTiOPa ABENEH t { 2005 INFRATECH
temperaturt k241 (o) di t at e S
19 Compresor de aer stationar elicoidal 200l tip GX2FF - 2005 MEC
10
20 Microscop digital portabil 2007 MEC
21 Statie de lipit si deslipit tip WMD - 3 2008 MEC
T APARATURA DE MASURA
Nr. Denumire echipament A_n_ . Sursa finantare
crt achizitie
1 | Impedantmetru, analizor vectorial de retea si analizor 2001 CNCsSIS
spectru HP4396B BCUM
2 | Interfata GPIB si accesorii pentru impedantmetru HP4396B 2001 RELANSIN
3 | Miliohmetru digital tip HAMEG modul HM 8014 2001 CNCSIS
4 | Sursa de alimentare 2 module tip HAMEG HM 8001 - 2 2001 MEC
5 | Osciloscop digital 2 canale TDS 3052B 2003 RELANSIN
6 | Osciloscop analogic 2x35 MHz TOHM 303 2003 MEC
7 | L-C Metru digital HM 8018 2003 MEC
8 | Punte RLC de laborator TOFLC 3131D 2003 MEC
9 | Osciloscop HM 1507 - 3 2004 MEC
10 | Sursa tripla HM 7042 - 5 2004 MEC







